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tǊƻǿŀŘȊŊŎȅΥ 5ǊΦ LƴȍΦ ½ŘȊƛǎƱŀǿ tƽƭƪƻǿǎƪƛ 

!ǳǘƻǊΥ YǊȊȅǎȊǘƻŦ DǊǳǎȊŎȊȅƵǎƪƛ 

¢ŜƳŀǘΥ ²ȅƳƛŀƴȅ ǳƪƱŀŘƽǿ .D! 



²ȅƳƛŀƴȅ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ BGA  
BGA ς (ang. Ball Grid Array) obudowa z 
wyprowadzeniami sferycznymi w siatce 
rastrowej.  

Obudowa 
BGA, 
Schemat 



tǊȊŜƪǊƽƧ ǇƻŘ ƳƛƪǊƻǎƪƻǇŜƳ  ¦ƳƛŜƧǎŎƻǿƛŜƴƛŜ ƴŀ ǇƱȅŎƛŜ ƎƱƽǿƴŜƧ 

CPU 

GPU 

tŀƳƛťŏ ƎǊŀŦƛƪƛΦ 



Wŀƪ ǿȅƎƭŊŘŀ ǿȅƳƛŀƴŀ .D! ǿ ŎŜƴǘǊǳƳ 
naprawczym !/9wΩŀ.  

Å5ƛŀƎƴƻǎǘŀ ŘŜŎȅŘǳƧŜ ŎȊȅ ƴŀǇǊŀǿŀ ǇƱȅǘȅ ƎƱƽǿƴŜƧ 
ǿȅƳŀƎŀ ǿȅƳƛŀƴȅ ǳƪƱŀŘǳ .D!Φ 

ÅtƱȅǘŀ ǇǊȊŜŎƘƻŘȊƛ ƴŀ ŘȊƛŀƱ ǿȅƳƛŀƴ .D!Φ  

Å9ƭŜƳŜƴǘ .D! ȊƻǎǘŀƧŜ ȊŘƧťǘȅ Ȋ ǇƱȅǘΦ ² ǘǊŀƪŎƛŜ 
zdejmowania elementu technik zamawia 
element.   

Å9ƭŜƳŜƴǘȅ ǇǊȊŜŎƘƻǿȅǿŀƴŜ ǎŊ ǿ ǎȊŀŦƛŜ 
ƻǎǳǎȊŀƧŊŎŜƧΦ ½ƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƴƻǊƳŀƳƛ a{5  



tƛŜŎ Řƻ ǿȅƎǊȊŜǿŀƴƛŀ ǳƪƱŀŘƽǿ 
BGA 

MSD(Moisture Sensitive Device) - YƻƳǇƻƴŜƴǘȅ a{5 ŀōǎƻǊōǳƧŊ ǇŀǊť 
ǇƻǇǊȊŜȊ ǎǿƻƧŊ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛťΣ ƪǘƽǊŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ŘƻŎƛŜǊŀ Řƻ ƛŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱǳ 
ōŀȊƻǿŜƎƻ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ŘȅŦǳȊƧƛΦ ½Ƨŀǿƛǎƪƻ ǘƻ ƴŀōƛŜǊŀ ƴŀ ȊƴŀŎȊŜƴƛǳ ǿ ƳƛŀǊť 
ǇƻǎǘťǇǳ miniaturyzacji.  
     Def. Z http://evertiq.pl 



Rework Station EXPERT 10.6 

Stacja do wymian BGA 

Å½ŘŜƧƳƻǿŀƴƛŜκƳƻƴǘŀȍ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ .D! 
ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅΥ 

 

Dysza BGA 

Stacja 
ƭǳǘǳƧŊŎŀ  

DǊȊŀƱƪƛ Lw 

HD Vision System 

Non-contact IR Sensor 
with Laser Pointer  

App 
Shuttleό/ȊƽƱŜƴƪƻύ 

http://www.martin-smt.de/en/rework-technology/products/rework-expert-106.html
http://www.martin-smt.de/en/rework-technology/products/rework-expert-106.html
http://www.martin-smt.de/en/rework-technology/products/rework-expert-106.html


Å5ŜƳƻƴǘŀȍ ǳƪƱŀŘ ȊŀŎȊȅƴŀƳȅ ƻŘ ǳȍȅŎƛŀ 
ǘƻǇƴƛƪŀόǇƻǎǘŀŏ ŎƛŜŎȊȅύ 
Åtŀǎǘŀ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ƎťǎǘŜƎƻ ƪǊŜƳǳΦ 

Rola topnika: 
ÅwƻȊǇǳǎȊŎȊŀƴƛŜ ƛ ǳǎǳǿŀƴƛŜ ǘƭŜƴƪƽǿ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ǎǳōǎǘŀƴŎƧƛ Ȋ ƱŊŎȊƻƴȅŎƘ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛΦ 
ÅhŎƘǊƻƴŀ ƭǳǘƻǿŀƴŜƎƻ ƻōǎȊŀǊǳ ǇǊȊŜŘ ŎƘŜƳƛŎȊƴȅƳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜƳ ƻǘŀŎȊŀƧŊŎȅŎƘ ƎŀȊƽǿΦ  
Å½ƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ƴŀǇƛťŏ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿȅŎƘ ŎƛŜƪƱȅŎƘ ƭǳǘƽǿΦ όȊǿƛťƪǎȊŀ ȊǿƛƭȍŀƭƴƻǏŏύ 

Topnik ŘƻōƛŜǊŀƳȅ ǿȊƎƭťŘŜƳ ǇƻǘǊȊŜōƴŜƧ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ŀƪǘȅǿŀŎƧƛΦ  
Pasta Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ŘƻōƛŜǊŀƴŀ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛƻƳ ȊƛŀǊƴŀ Řƻ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƪǳƭŜƪΦ 
Zgodnie z zaleceniem producenta.   



Å/ȊȅǎȊŎȊŜƴƛŜ ǇŀŘƽǿ ƴŀ ǇƱȅŎƛŜΦ  

 

DŘȅ ǘȅƭƪƻ ȊŘŜƧƳǳƧŜƳȅ ǳƪƱŀŘ ƴƛŜ ǇƻǿƛƴƴƛǏƳȅ ŎȊȅǏŎƛŎ ǇŀŘƽǿΦ DŘȅōȅ ōȅƱȅ Ƨǳȍ 
ǿȅŎȊȅǎȊŎȊƻƴŜ ǘǊȊŜōŀ ǇƻōƛŜƭƛŏόǇƻŎȅƴƻǿŀŏύ ǇŀŘȅ ƛ ǇƻƴƻǿƴƛŜ ǿȅŎȊȅǏŎƛŏΦ 
/ȊȅǏŎƛƳȅ ǘȅƭƪƻ ǇǊȊŜŘ ƴŀƱƻȍŜƴƛŜƳΦ   



ÅDozowanie topnika/pasty.  

 

¢ƻǇƴƛƪ ƴŀƭŜȍȅ ǊƻȊǇǊƻǿŀŘȊŀŏ ǿ ŘǿƽŎƘ ƪƛŜǊǳƴƪŀŎƘΦ DǊǳōƻǏŏ ƴŀƴƛŜǎƛƻƴŜƎƻ ǘƻǇƴƛƪŀ 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ Ȋōƭƛȍƻƴŀ Řƻ ƪƭƛǎȊȅ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛŎȊƴŜƧΦ  



²ȅǎƻƪƻǏŏ ŘȅǎȊȅ ƴŀŘ ǳƪƱŀŘŜƳ Řƻ м ƳƳΣ ƴƛŜ ǿƛŜƭƪŀ ȊƳƛŀƴŀ ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ ƳƻȍŜ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ȊƴŀŎȊƴŜ ȊƳƛŀƴȅ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΦ ²ŀȍƴŜ ƧŜǎǘ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǎǘŀƱŜƧ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǿ ǇƻƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛǳΦ bƛŜōŜȊǇƛŜŎȊƴŜ ǎŊ ǿŀƘŀƴƛŀ ƻ ƪƛƭƪŀ ǎǘƻǇƴƛΦ    



Dysza BGA   Dysza QFP  



ÅTworzenie profili BGA.  

 1. ¦ǿȊƎƭťŘƴƛŀƳ ǊƻŘȊŀƧ ǘƻǇƴƛƪŀΦ tǊƻŘǳŎŜƴŎƛ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƧŊ ǇƻǘǊȊŜōƴŜ 
dane do stworzenia odpowiedniego profilu.   
 

tǊƻŦƛƭ Řƭŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿŜƎƻ ¢ƻǇƴƛƪŀΥ  

{ǘƻǇ Ŏȅƴȅ ōŜȊƻƱƻǿƛƻǿŜƧ  

{ǘƻǇ Ŏȅƴȅ Ȋ ŘƻƳƛŜǎȊƪŊ ƻƱƻǿƛǳΦ  



2. wƽǿƴƛŜ ǿŀȍƴŜ ƧŜǎǘ ǘƻ Ŏƻ ƭǳǘǳƧŜƳȅΦ ¦ǿȊƎƭťŘƴƛŀƳȅ Ƴŀǎť ŜƭŜƳŜƴǘǳΦ 
WŀƪŊ Ƴŀ ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ ŎƛŜǇƭƴŊΣ Ƨŀƪŀ ƧŜǎǘ ƧŜƎƻ ǇǊȊŜǿƻŘƴƻǏŏ ŎƛŜǇƭƴŀ 

3. ²ŀȍƴŜ ƧŜǎǘ ǘŜȍ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƭŀƳƛƴŀǘΣ ƧŜƎƻ ƎǊǳōƻǏŏ Ƨŀƪ ƛ 
ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ƧŜƎƻ ǇǊȊŜǿƻŘƴƻǏŏ ŎƛŜǇƭƴŀΦ 

4. tǊťŘƪƻǏŏ ǇǊȊȅǊƻǎǘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅΦ    
5. Wŀƪ ǎŊ ǎǘƻǎǳƧŜƳȅ ǎƛť Řƻ ȊŀƭŜŎŜƵ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ ǳƪƱŀŘǳΦ WŜŘƴŀƪ Ȋ 
ǿȊƎƭťŘƽǿ ƴŀ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ƴƻǊƳ whI{ ǇƻȊƻǎǘŀƧŊ ǇŜǿƴŜ ǿǎǇƽƭƴŜ 
ȊŀƱƻȍŜƴƛŀ Ŏƻ Řƻ ŎȊŀǎǳ ƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ lutowania.  

ÅEtapy widoczne w profili lutowniczym:  

 1. Nagrzewanie ǿǎǘťǇƴŜόPreheat) ς aŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ǿǎǘťǇƴŜ ǇƻŘƎǊȊŀƴƛŜ 
ǇƱȅǘȅ ƛ ŀƪǘȅǿƻǿŀƴƛŜ ǘƻǇƴƛƪŀΦ όƻƪ мрлϲC) 

2. Namaczanie (Soak)- ² ǘŜƧ ŦŀȊƛŜ ŘȊƛŀƱŀ ǘƻǇƴƛƪΦ WŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŜƳ ƧŜǎǘ 
ǳǎǳƴƛťŎƛŜ ǘƭŜƴƪƽǿ όƪƻǊƻȊƧƛύ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ǎǳōǎǘŀƴŎƧƛΣ ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƵΦ 
½ǿƛƭȍŜƴƛŜ powierzchni i Przygotowanie do lutowania ǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻΦ 
²ŀȍƴŜ ǿ ǘȅƳ ŜǘŀǇƛŜ ƧŜǎǘ ǘŜȍ ǿȅǊƽǿƴŀƴƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ǳƪƱŀŘ-laminat 

3. wƻȊǇƱȅǿ ŎȊȅƭƛ ƭǳǘƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǏŎƛǿŜ όReflow) ¢ƻǇƴƛƪ ȊǊƻōƛƱ ǎǿƻƧŜΣ ǘŜǊŀȊ 
ŎȊŀǎ ƴŀ ǊƻȊǘƻǇƛŜƴƛŜ ƭǳǘƻǿƛŀ όƪǳƭύΦ ² ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǿȅǇŀŘƪƽǿ Ƴƻȍƴŀ 
ǎƻōƛŜ ǇƻȊǿƻƭƛŏ ƴŀ ǎǘƻǎǳƴƪƻǿƻ ǎȊȅōƪƛŜ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ Řƻ 
temperatury szczytowej - ƻƪƻƱƻ норϲ/Φ .ŜȊǇƛŜŎȊƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ǘƻ м-
1,5ϲ/κǎΣ ƧŜŘƴŀƪ ǎǇƻǊƻ ǳƪƱŀŘƽǿ ǘƻƭŜǊǳƧŜ ƴŀǿŜǘ оϲC/s.   



4. Ostatnia faza - ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŜ. (Cooling) 
bŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ ƧŜǎǘ ŀōȅ ƴƛŜ Ȋŀ ǎȊȅōƪƻ ǎǇŀŘŀƱŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ i nie 
ŘƳǳŎƘŀŏ ǎƛƭƴȅƳ ǎǘǊǳƳƛŜƴƛŜƳ ƴŀ ǳƪƱŀŘ - Ƴƻȍƴŀ Ǝƻ ǇǊȊŜǎǳƴŊŏ Ƨŀƪ 
ǎƛť ǇǊȊŜǎŀŘȊƛΦ 
 

¦ƪƱŀŘƽǿ ƴƛŜ ȊŀōƛƧŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όǿ ƎǊŀƴƛŎŀŎƘ ȊŘǊƻǿŜƎƻ ǊƻȊǎŊŘƪǳύ ŀ ǳŘŀǊ 
termiczny - ŎȊȅƭƛ Ȋŀ ǎȊȅōƪŀ ƧŜƧ ȊƳƛŀƴŀ ƭǳō Ȋōȅǘ ŘƱǳƎƛŜ ƧŜƧ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜΦ 

tǊȊȅƪƱŀŘƻǿȅ ǇǊƻŦƛƭ 
z fabryki.  



ÅReballing ǳƪƱŀŘǳ BGA 

 





Schemat przeprowadzania procesu ǊŜōŀƭƭƛƴƎΩǳ ǿŜŘƱǳƎ ǇƘƛƭƛǇǎΩŀ: 
Czyszczenie z cyny ς kontakt ς myjka ς wygrzewanie ς topnik ς kule ς 
lutowanie ς mycie ς myjka ς wygrzewanie w piecu i lutowanie.   


